ALPHA

ALPHA EF-2210

SM917-3

BELLCORE-KOMPATIBLES NO-CLEAN-
FLUSSMITTEL OHNE FLUCHTIGE ORGANISCHE

VERBINDUNGEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Alpha EF-2210 ist ein halogenfreies, kolophonium-/harzfreies,
feststoffarmes No-Clean-Flussmittel ohne fliichtige
organische Bestandteile, das von allen Bellcore SIR-
kompatiblen Flussmitteln ohne fliichtige organische
Bestandteile die hichste Aktivitat fiir fehlerfreies Loten bietet.
Es besteht aus einer speziellen Mischung organischer
Aktivatoren, die eine exzellente Benetzung und ein
exzellentes Lochfiillvermdgen von oben bieten, sogar bei
organisch passivierten blanken Kupferschaltkarten, die zuvor
thermischen Belastungen ausgesetzt wurden. EF-2210
enthélt dartiber hinaus mehrere firmeneigene Additive, die die
Oberflachenspannung zwischen der Létstopmaske und dem
Lotmittel herabsetzen, wodurch die Neigung zur Bildung von
Lotperlen drastisch reduziert wird. Die Zusammensetzung
von EF-2210 ist dariiber hinaus darauf ausgelegt, thermisch
stabiler zu sein, wodurch die Bildung von Lotbriicken
reduziert wird.

MERKMALE & VORTEILE

o Bellcore SIR-kompatibel fiir Baugruppen, die diesen
Standard verlangen.

o Frei von fliichtigen organischen Verbindungen, um zu
helfen, Luftqualitatsvorschriften einzuhalten.

o AuRergewdhnliche Benetzungseigenschaften und ein
exzellentes Lochfullvermdgen, sogar bei blanken
Kupferschaltkarten mit organischer Schutzschicht mit
bestehenden Reflows.

o Thermisch stabile Aktivatoren sorgen fiir niedrige Neigung
zur Lotbriickenbildung.

o Setzt die Oberflachenspannung zwischen Létstopmaske
und Lotmittel herab, um die Neigung zur Létperlenbildung
zu senken.

o Fir Selektiviétverfahren geeignet.

o Exzellentes Erscheinungshild. Sehr geringe, nicht klebrige
Rickstande mindern Stérungen bei Pin-Tests und gutes
Erscheinungsbild der Schaltkarte.

o Gute Leistungen sowohl bei Zinn-Blei- als auch bei
bleifreien Verfahren.
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ANWENDUNGSRICHTLINIEN

VORBEREITUNG - Um eine gleichbleibende Létleistung und
elektrische Zuverldssigkeit zu erreichen ist es wichtig, fiir das
Verfahren Schaltkarten und Komponenten zu verwenden, die
etablierte Anforderungen beziiglich Lotbarkeit und ionischer
Sauberkeit erflillen. Es wird empfohlen, dass die
Montagefirmen zusammen mit ihren Lieferanten
Spezifikationen fiir diese Teile erstellen und dass die
Lieferanten Analysezertifikate mitliefern und/oder die
Montagefirmen Eingangsprifungen durchfiihren. Eine
gebréuchliche Spezifikation fiir die ionische Sauberkeit fiir
eingehende Schaltkarten und Komponenten ist ein
Maximalwert von 0,775pg/cm?, der mit einem Omegameter
mit erwdrmter Losung gemessen wird.

Die Schaltkarten sollten wahrend des gesamten Verfahrens
sorgsam behandelt werden. Die Schaltkarten sollten stets an
den Réandern angefasst werden. Dariiber hinaus wird die
Verwendung sauberer, flusenfreier Handschuhe empfohlen.

Forderbéander, Finger und Paletten sollten regelméRig
gereinigt werden. Entionisiertes Wasser kann alleine oder,
unter schwierigeren Bedingungen, haben sich IPA und Alpha
SM-110 Losungsmittelreiniger als niitzlich erwiesen.

AUFBRINGUNG DES FLUSSMITTELS - EF-2210 ist fiir eine
Aufbringung mittels der Sprihmethode vorgesehen. Bei der
Spriihaufbringung des Flussmittels kann die GleichméaRigkeit
der Beschichtung visuell geprift werden, indem man ein
Stilick Pappe durch das Flussmittelaufspriihgerat schiebt oder
indem man ein Stiick gehértetes Glas in der Grofe einer
Schaltkarte durch den Sprilhnebel und danach durch den
Vorheizbereich schiebt.
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ALPHA EF-2210

NO-CLEAN-FLUSSMITTEL OHNE FLUCHTIGE ORGANISCHE

VERBINDUNGEN

ALLGEMEINE RICHTLINIEN FUR DIE MASCHINENEINSTELLUNG

BETRIEBSPARAMETER TYPISCHER WERT
Aufgebrachte Flussmittelmenge Spriihnebel: Feststoffe <310 pg/cm?
Vorheiztemperatur auf der Oberseite 95-115°C

Vorheiztemperatur auf der Unterseite

0 bis +22°C relativ zur Oberseite

Empfohlenes Vorheizprofil

Linear ansteigend, bis die gewiinschte Temperatur auf der
Oberseite erreicht ist

Maximale Anstiegsgeschwindigkeit der Temperatur auf der Oberseite
(um eine Beschadigung der Komponenten zu vermeiden)

maximal 2°C/Sekunde

FlieRbandwinkel

5 - 8° (meistens 6°)

FlieRbandgeschwindigkeit

60 — 195 cm/Minute

Kontaktzeit im Lotmittel (einschlieBlich Chipwelle und Primérwelle)

2 - 7 Sekunden (meistens 3 - 5 Sekunden)

Létwannentemperatur:

Legierung Sn63/Pb37

235 - 260°C

Bleifreie Legierungen (99.3Sn/0.7Cu, 96.5/3.5Ag, SAC305,SAC405 &

260 - 270°C

SACX)

Schaltkarten).

Dies sind allgemeine Richtwerte, die zu exzellenten Ergebnissen gefiihrt haben; Ihre optimalen Einstellungen kénnen jedoch in Abhéngigkeit von Ihrer Ausriistung, lhren
Komponenten und Schaltkarten davon abweichen. Um Ihren Prozess zu optimieren wird empfohlen, ein Auslegungsexperiment durchzufiihren, bei dem die wichtigsten
Variablen optimiert werden (aufgebrachte Flussmittelmenge, Forderbandgeschwindigkeit, Vorheiztemperatur auf der Oberseite, Lotwannentemperatur und Ausrichtung der

KONTROLLE DER FLUSSMITTEL-FESTSTOFFE - Falls das
Flussmittel mithilfe eines Trommelsprilhers aufgebracht wird,
missen die Flussmittel-Feststoffe durch die Zugabe eines
Verdinners kontrolliert werden, in diesem Fall von entionisiertem
Wasser, um Verdunstungsverluste des Lésungsmittels des
Flussmittels auszugleichen. Wie bei allen Flussmitteln mit einem
Feststoffgehalt von weniger als 5% ist die spezifische Dichte kein
aussagekraftiges Maf zu Bestimmung und zur Kontrolle des
Feststoffgehalts. Die Séurezahl sollte auf einen Wert zwischen
28,5 und 33,5 eingestellt werden. Das Priifgerét Nr. 3 zur
Kontrolle von Feststoffen in Flussmitteln von Alpha, ein digitales
Titriergerat, wird empfohlen. Fordern Sie Alphas Technisches
Informationsblatt SM-458 an, um Einzelheiten beziiglich des
Geréts und des Titrierverfahrens zu erhalten. Wenn Sie einen
Trommel-Flussmittelaufspriiher kontinuierlich betreiben, sollte die
Séurezahl alle acht Stunden geprift werden. In rezirkulierenden
Flussmittel-Aufbringungsgeraten sammeln sich mit der Zeit
Ruckstande und Verunreinigungen an. Fur gleichmaRige
Létergebnisse sollten Sie verbrauchtes Flussmittel alle 40

Betriebsstunden entsorgen. Nach dem Ablassen des Flussmittels
sollte das Reservoir griindlich mit entionisiertem Wasser
gereinigt werden.

ENTFERNUNG VON RUCKSTANDEN - EF-2210 ist ein No-
Clean-Flussmittel und die Riickstande kdnnen auf der
Schaltkarte verbleiben. Falls gewiinscht kénnen Rickstande mit
heiBem Wasser entfernt werden.

AUSBESSERUNG/NACHARBEIT - Fiir Handl6tanwendungen
wird die Verwendung des Cleanline Write Flux Applicators mit
Flussmittel NR205 und Létdraht mit Flussmittelseele Telecore
Plus empfohlen.

GESUNDHEIT & SICHERHEIT
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Bitte lesen Sie das Materialsicherheitsdatenblatt. Dies ist die
Hauptquelle fur Gesundheits- und Sicherheitsinformationen. Ein
Einatmen der fliichtigen Flussmittelaktivatorddmpfe, die bei

ALPHA EF-2210
NO-CLEAN-FLUSSMITTEL OHNE FLUCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN

Léttemperaturen erzeugt werden, kann Kopfschmerzen,
Benommenheit und Ubelkeit verursachen.

Es sollten geeignete Dampfabsauggerate verwendet werden, um
das Flussmittel vom Arbeitsplatz abzusaugen. Dariiber hinaus
kann eine Absaugvorrichtung am Ausgang der
Wellenlgtmaschine erforderlich sein, um die D&mpfe vollstandig
abzusaugen. Beachten Sie wahrend er Handhabung und

Nutzung die Vorsichtshinweise. Geeignete Schutzkleidung sollte
getragen werden, um zu verhindern, dass das Material mit Haut
und Augen in Kontakt kommt.

TECHNISCHE DATEN

Physikalische Eigenschaften Typische Werte Parameter/Testmethode Typische Werte
Erscheinungsbild Klare, farblose Ist-pH 2,2
Fissigkeit

Gew.-Feststoffgehalt 4,0 Empfohlenes Entionisiertes Wasser
Verdinnungsmittel

Spezifische Dichte bei 25°C 1,015 + 0,003 Haltbarkeit 18 Monate

Séurezahl (mg KOH/g) 315+20 Gehalt fliichtiger organischer <1%
Verbindungen

Flammpunkt (TCC) Nicht zutreffend Einstufung nach IPC J-STD- ORLO
004

KORROSIONS- UND ELEKTRISCHE TESTS

KORROSIONSTESTS
Test Anforderung gemaR ORLO Ergebnisse
Silberchromatpapier?
IPC-TM 650 Testmethode 2.3.33 Halogene nicht nachweisbar Bestanden
Kupferspiegeltests?
(Modifizierte IPC/Bellcore- Keine vollstdndige Entfernung des Bestanden
Methode) Kupfers
Kupferkorrosionstest
IPC-TM 650 Testmethode 2.6.15 Keine Anzeichen von Korrosion Bestanden

OBERFLACHENISOLATIONSWIDERSTAND NACH J-STD-004

Test Bedingungen Anforderungen? Ergebnisse?

,Comb-Down* (ohne Rel. Luftfeuchte 1,0 x 108 Minimum 3,6 x 10°

Reinigung) 85°C/85%, 7 Tage

,Comb-Up*“ (ohne Rel. Luftfeuchte 1,0 x 108 Minimum 4,4 %109

Reinigung) 85°CI85%, 7 Tage

Kontrollkarten Rel. Luftfeuchte 2,0 x 108 Minimum 2,1x109
85°C/85%, 7 Tage

IPC-Testbedingung (geméaR J-STD-004): -50V, Messung bei 100V/IPC B-24-Schaltkarte (0,4mm Leiterbreite, 0,5mm

Abstand).

The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. No warranty is expressed or implied regarding the accuracy of this data. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising
out the use of this information or the use of any materials designated.

05/22/07
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ALPHA EF-2210

NO-CLEAN-FLUSSMITTEL OHNE FLUCHTIGE ORGANISCHE

VERBINDUNGEN

OBERFLACHENISOLATIONSWIDERSTAND NACH BELLCORE

5 Tage

Test Bedingungen Anforderungens’ Ergebnisse’
,Comb-Down" (ohne rel. Luftfeuchte 35°C/85%, 1,0 x 102 Minimum 2,1x 101
Reinigung) 5 Tage

,Comb-Up"“ (ohne rel. Luftfeuchte 35°C/85%, 1,0 x 102 Minimum 2,3x 101
Reinigung) 5 Tage

Kontrollkarten rel. Luftfeuchte 35°C/85%, 2,0 x 10t Minimum 5.7 x 101

Bellcore-Testbedingung (gemaR GR 78-CORE, Ausgabe 1): 48 Volt, Messung bei 100V/0,635 mm Leiterbreite/1,27 mm Abstand.

BELLCORE-ELEKTROMIGRATION

Test SIR SIR (Ende)® | Anforderung Ergebnis Visuelles
(Anfang)3 Ergebnis

,Comb-Up*“ (ohne 3,0x108 1,9x 109 SIR (Anfang)/SIR (Ende) | Bestande | Bestanden

Reinigung) <10 n

,Comb-Down" (ohne 3,0x108 52 x 108 SIR (Anfang)/SIR (Ende) | Bestande | Bestanden

Reinigung) <10 n

Bellcore-Testbedingung (gemé&R GR 78-CORE, Ausgabe 1): Rel. Luftfeuchte 65°C/85% /500 Stunden/10V, Messung bei 100V/IPC B-25B-
Muster (0,3175 mm Leiterbreite, 0,3175 mm Abstand).

2 Kupferspiegel- und Silberchromatpapiertests wurde mit einer Flussmittelprobe durchgefiihrt, die durch die Rekonstitution mit Isopropanol nach

Verdampfen ihres Wasseranteil bei 80°C (iber einen Zeitraum von einer Stunde gemal Fulinote 1 von Tabelle 5, Seite 8 von J-STD-004 hergestellt wurde.

3 Alle Angaben in Ohm.

The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. No warranty is expressed or implied regarding the accuracy of this data. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury
arising out the use of this information or the use of any materials designated.
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